
平成９年１０月９日 

 
ＭＰＵ用プラスチックＩＣパッケージの現状と展望 

 

 昨年１０月、当社はプラスチックＩＣパッケージ事業への参入を決定し、従来のセラミックパッケージに

止まらず、今後は総合ＩＣパッケージサプライヤーとして広く顧客の要求に応えていくことを表明いたし

ましたが、その量産計画に若干の変更がありましたので設備投資の内容と併せ、下記お知らせしま

す。 

1. 生産体制 

次のとおり、量産（５０万個／月以上）の立ち上げは当初予定より半年強ずれ込みますが、 

逆に５００万個／月、１，０００万個／月の体制は一年強早まる予定です。 

   

平成８年１０月時点での計画 現時点での計画 

平成 8年 7 月～平成 9年 6月 開発・試作 

～5 万個～10 万個／月

平成 9年 7 月～平成 11 年 12 月 量産 

50 万個～500 万個／月

平成 12 年～ 

500 万個～1,000 万個／月

現在 20 万個／月の生産体制構築済み。 

（～10 万個／月の量産試作品を納入中） 

平成 10 年 3 月～   50 万個／月 

  同年 6 月～  100 万個／月 

  同年 9 月～  200 万個／月 

  同年 12 月～  300 万個／月 

平成 11 年 12 月～  500 万個／月 

平成 12 年 12 月～ 1,000 万個／月 

2. 設備投資 

上記生産体制を整える為、従来から小牧工場（愛知県小牧市）で生産しているセラミックＩＣパッケ

ージの生産は、今年末迄に関連会社の中津川セラミック（岐阜県中津川市）、可児セラミック（岐

阜県可児市）、飯島セラミック（長野県飯島町）へ移管します。 

一方、小牧工場では、当移管により空いた第１２工場の内部のレイアウトを変更し、新たに設備を

導入することにより、プラスチックＩＣパッケージの専用工場とします。この時点（平成１０年１２月

末）で３００万個／月の生産体制が完成します。更に、次の段階では既存の第３・第６工場をスク

ラップ＆ビルドして、新たに５階建てのプラスチックＩＣパッケージ専用工場を建設します。これによ

り、平成１１年１２月末にはトータルで、５００万個／月の生産体制を予定しています。 

今年度から３年間の全社の設備投資額は約９００億円を予定していますが、その内プラスチックＩ

Ｃパッケージ関連の設備投資額は約５００億円に達する見込みです。 
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